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@ Datentrager-mit integriertem Schaltkreis und Verfahren zur Herstellung desselben 

. MehrschichtigerDatentragerJndeneineinenlC-Baustein 
aufnehmendes Tragerelement eingebaut ist sowie Verfah- 
ren zur Herstellung eines derartigen Datentragers. Das Tra- 
gerelement besteht aus einem flexiblen Substrat, auf dem 
Kontaktfl9chen ausgebildet sind, die uber Leiterbahnen mit 
dem IC-Baustein verbunden sind. Das Tragerelement wird 
beim Bnbau in den Datentrager derart verformt. da& der IC- 
Bausteln beim fertigen Datentrager geschutzt durch Karten- 
deckschichten in der Kartenmitte liegt und die Kontaktfla- 
chen bundig mit der Kartenoberflache abschlieSen. 
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Pat e n t a n s p r u c h e ; 

Q Mehrschichtiger DatentrSger, bestehend aus 

5 - mindestens einer Kernschicht sowie einer oberen und 

unteren Deckschicht, 

- einein IC-Baustein fUr die Verarbeitung elektrischer 
Signale und 



10 



- Kontaktflachen sowie Leiterbahnen zur Verbindung 
des IC-Bausteines mit externen GerSten, 

wobei IC-Baustein, Kontaktf lachen und Leiterbahnen ge- 
15 meinsam auf einem Substrat angeordnet sind. die Kontakt- 
fiachen und Leiterbahnen aus einer dunnen elektrisch lei- 
tenden Beschichtung des Substrata hergestellt sind und 
das substrat derart zwischen Kern- und Deckschichten ein- 
gelagert ist, dafl 

- der IC-Baustein in einer Aussparung der Kernschicht 
liegt und 



20 



- die Kontaktfiachen in wenigstens einer Aussparung 
25 der o'beren Deckscihicht vorliegen, 

dadurch gekennzeichnet, dafl 

Substrat, Kontaktfiachen und Leiterbahnen flexibel aus- 
30 gefUhrt sind und im Datentrager in derart deformierter 
Form vorlie^gen, daB der IC-Baustein in einer mittleren 
Ebene des DatentrSgers angeordnet ist und die Kontaktfia- 
chen derart aus dieser mittleren Ebene durch die Ausspa- 
rungen der oberen Deckschicht hindurch versetzt sind, daB 
35 sie mit mit der Oberflache der oberen Deckschicht biindig 
abschlieBen. 
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rungen aufweisen, daB die Kontaktf lachen derart verformt 
sind, daB sie durch die Aussparungen der oberen Deck- 
schicht hindurch mit der Oberflache der Deckscbicht ab- 
schlieBen und der unter den Kontaktf lachen von den Aus- 
5 sparungen verbleibende Raum mit Material der Kernscbicht 
ausgefiillt ist. 

6. Datentrager nach Anspruch 2, dadurcb g e k e n n - 
zeichnet , dafl die die Kontaktgruppen tragenden 

10 Teile des Substrats mittels eines Schmelzklebers auf der 
Kernschicht fixiert sind. 

7. Datentrager nach Anspruch 2, dadurch g e k e n n - 
zeichnet , daB die Bereiche des Substrats, auf 

15 denen die Kontaktgruppen angeordnet sind, durch schmale 
Substratstege von den Substratteilen getrennt sind, die 
den IC-Baustein tragen. 

8. Verfahren zur Herstellung eines Datentragers nach An- 
20 spruch Ir dadurch gekenn zeichnet , daB 

- dks Substrat mit deh darauf angeordneten Kontakt- 
fiachen^ Leiterbahnen und dem IC-Baustein derart 
auf der Kernschicht fixiert ist, daB der IC-Bau- 

25 stein im Bereich einer Aussparuhg der Kern- 

schicht angeordnet ist, 

- die obere Deckschicht derart uber der Kernschicht 
positioniert wird, daB die Aussparungen dieser 

30 Deckschiclit iiber den auf dem Substrat vorgesehenen 

Kontaktflachen liegen und 

- daB dieser Schichtaufbau unter Druck- und Warmeein 
wirkung miteinander verschweiBt wird, so daB die 

35 Kontaktflachen an die dberf lachen der oberen Deck- 

schicht und der IC-Baustein ins Innere des Schicht 
aufbaus gedruckt werden- 
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2. Datentrager nach Anspruch 1. dadurch g e k e n n - 
zeichnet , daB 

- mehrere Kontaktf lachen in Gruppen zusammengefaBt 
5 sind, 

- sowohl die Bereiche des Substrats. die die Kontakt- 
gruppen tragen als audi die Aussparungen der obe- 
ren Deckschicht an die Oiarisse der Kontaktgruppen 

•j^Q angepaflt sind, 

- die Dicke der oberen Deckschicht gleich oder ge- 
ringftigig grSBer als die Dicke des Substrats ein- 
schliefllich der Kontaktflachen ist und 

- die Kontaktgruppen zusammen mit den zugehSrigen 
Substratteilen vollstandig in die Aussparungen der 
Deckschiclit gebogen sind. 

20 3. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
z e i cH n e t . daB die Bereiche des Substrats. die 
den Kontaktflachen unterlegt sind, im Randbereich der 
Kontaktflachen uber diese hinausstehen und die iiberste- 
henden Bereiche zwischen Kernschicht und oberer Deck- 

25 schicht fixiert sind. 

4. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
zeichnet. daB die Kontaktflachen zu Gruppen zu- 
sammengefaBt sind. die Bereiche des Substrats. die den 
30 Kontaktgruppen zugeordnet sind, im Randbereich der Kon- 
taktgruppen Uber diese. hinausstehen und diese uberstehen- 
den Bereiche des Substrats zwischen Kernschicht und obe- 
rer Deckschicht fixiert sind. 

35 5. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch g e k. e n n - 
zeichnet, daB sowohl die obere Deckschicht als 
auch das Substrat im Bereich der Kontaktflachen Ausspa- 
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. n betrifft einen mehrschichtigen Datentrager. 
Die Erfxndung Kernschicht sowie einer 

bestehend aus mxndestens ein j^-Baustein fUr 

die Ver.rbeitung elektriscner g ,c-Baosteins «it 

Leiterbahn« gameinsa. .u£ = ^i„er dUn- 

.i„a. die Ko„ta«£lS=he. und 

„.„ .LXtrxs* '"dtrsnbstrat derart zwU=b«> Kern- und 
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.end die --"-ben «.^^a^ -^^^ 

:iLrr:rgUcran — de. ...a a. ain£.=ba..n 
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•,,.„ bareits bekanntgawoidenan Aus»elskarten 

::: rn:e;::e::.r-^^^^^^ - ---- 

ab„ab,« saien nachfolgend einlge ganannt. 
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die Aussparungen 17 und 18 der oberen Deckfolie 14 aus- 
weichen. Wahrend dieser Phase, in der schliefilich auch 
die Aussparung 16 der Kernfolie nahezu vollstSndig mit 
Kartenmaterial ausgefUllt wird, bietet die sehr weiche 
Schmelzkleberfolie 19 eine schutzende Pufferzone fiir den 
IC-Baustein 3 und fUr die Anschluflleitungen 4. 

Die Fig. 6 und 7 zeigen die fertige Ausweiskarte. Fig. S, 
eine Schnittzeichnung entlang der Linie 6-6 der Fig. 4, 
zeigt anschaulicb die Verforinung des Substrats 10, die 
dazu fiihrt, daB der IC-Baustein 3 geschUtzt in der Kar- 
tenmitte liegt, wabrend die Kontalctf IScben 9 niindig mit 
der Oberflacbe der Karte abscHlieflen. Vor allem im Be- 
reicb der Kontalctf ISchen 9 sorgt der Schmelzkleber 19 
nacb dem Erlcalten des Lamihats fUr eine sicbere Haftung 
des Substrats 10 mit der Karte. Die Fig. 7, eine Scbnitt- 
zeichnung entlang der Linie 7-7 der Fig. 4, zeigt, daB 
obere Deckfolie 14 und Kernfolie 13 durch die so groB wxe 
mSglich ausgebildete Aussparung 11 des Substrats 10 hin- 
durch miteinander verbunden sind, so daB die obere Deck- 
folie 14 aucb in der Umgebung des IC-Bausteins 3 fest mit 
dem Kartenkern verbunden ist. Die bereits erwahnten rela- 
tiv scbmalen Verbindungsstege 12 zwischen den jeweiligen 
Kontaktgruppen und dem Substratberelch, in dem sich der 
IC-Baustein befindet, erleichtern die peformierung des 
Substrats. 

Im folgenden wird eine Karte bzw. der Einbau eines Tra- 
gerelements in eine Karte, wie sie bereits in Fig. 2 ge- 
zeigt wurde, bescbrieben. Bei dieser Ausfubrung sform be- 
finden sicb alle Kontaktf lachen auf einer Seite des Sub- 
strats, wahrend der IC-Baustein auf der anderen Seite 
angeordnet ist. In diesem Fall konnen beispielsweise 
dickere IC-Bausteine in dem bei Ausweiskarten fOr Hoch- 
pragungen vorgesehenen Bereich angeordnet werden, wahrend 
die Kontaktflachen an tiblicher Stelle plaziert werden, um 
den fur Pragungen vorgesehenen Bereich" moglichst wenig zu 
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aus Polyimid), das sich .it deB Material der Ausweislcarte 
(beispielsweise PVC) wahrend des Zusamenpressens der 
Schichten unter WSrme und Druclc nicht verbindet sxnd 
geeignete Ele^iente zur Verbindung der unterscl^xedlxchen 
Materialien vorzusehen. In diesen. Fall Kann ein sogenann- 
ter Schn.elzkleber in Form einer Folie 19 verwendet war- 
den. Mit Hilfe eines solchen Klebers konnen auch unter- 
schiedliche Kunststo££materialien, wie beispielswexse 
Polyimid und PVC, unter Einwirlcung von Warme und Druck 
dauerbaft miteinander verklebt warden. 

Der -in der Fig. 5 gezeigte Schichtaufbau wird, wie bei 
der Kartenherstellung Konventioneller Art Oblich, mxt 
Hilfe zweier Stahlplatten 21, 22 unter Einwirkung von 
vrarme und Druck zusammengepreflt. In der Anfangspbase des 
I,a»inierens wirkt sicb der Druck der ^^-^^^^^^"^^^ Jf^I 
wiegend auf die Stellen mit der jeweils groBten Material 
anhaufung in. Laminat aus. Es sind dies die durch die 
stricbpunktierten Linien 24, 25 angedeuteten Berexche, wo 
jeweils untere Deckschicht 15. Kernschicht 13, Schn.elz- 
kleberfolie 19, Substrat 10 und obere Deckschicht 14 
Ubereinanderliegen. Aufgrund dieser Druckvertexlung sxnd 
der IC-Baustein 3 und die AnschluBpunkte der Lexterbahnen 
4 ,ait dem ICBaustein zunachst entlastet. In weiteren 
Verlauf des La»inierens erweicht die Sch.elzkleberfolxe 
und paBt sich dabei for.schlUssig der durch IC-Baustexn 
3 Leiterbahnen 4 und Substrat 10 gebildeten geometri- 
schen Struktur an. Nachfolgend erweichen auch die Karten- 
schichten. Da das Material des Substrats 10 im Berexch 
der Laminartemperaturen nicht erweicht, wird es an den 
durch die Linien 24, 25 angedeuteten Stellen- unter Ver- 
drMngung des erweichenden Kartenmaterials --^^^ 
folie 13 und oberer Deckfolie 14 eingebettet. Der IC-Bau- 
stein 3 wird, verursacht durch den zwischen den Ausspa- 
rungen 17, 18 liegenden Steg 26 der Deckfolie 14, xn dxe 
Aussparung 16 der Kernfolie 13 gedruckt, wahrend dxe mxt 
den Kontaktflachen 9 versehenen Teile des Substrats 10 xn 
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Enden der Leiterbahnen 4 verbunden und wird in dem Fen- 
ster lediglich durch die Befestigung der Leiterbahnen mit 
den entsprechenden AnschluBpunkten des Bausteins gehal- 
ten. Dicse Art der Befestigung bzw. Bondierung von Halb- 
5 leiter-Bauelementen mit Leiterbahnen, die aus einer lei- 
tenden Beschichtung des Substrate geatzt sind, ist seit 
langem bekannt und hat sich in der Praxis bewahrt (siehe 
dazu auch Sicmens-Bauteile-Report 16 (1978), Heft 2, Sei- 
te 40 - 44). 

10 

Bei dem fiir die erf indungsgemaBe Ausweiskarte verwendetem 
Tragerelement endein die Leiterbahnen 4 in auf^ dem Sub- 
strat 10 angeordneten Kontaktf lachen 9, deren AbmaBe so 
gewahlt sind, daB die beruhrende Kontaktabnahme mit einem 

15 geeigneten Abtastkopf in einem Automaten mSglich ist, 

Jeweils 4 KontaktflMchen sind beidseitig des ip-Bausteins 
3 in Gruppen zusammengefaBt . Das Substrat 10, das aus 
flexiblem, aber undehnbaren Material, beispielsweise Po- 
lyimid besteht, ist derart gestanzt, dafl im wesentlichen 

20 nur die fur die Kontaktflachen und die Leiterbahnen not- 
wendige Flache durch Filmmaterial unterlegt ist. Die Kon- 
taktgruppen sind uber vergleichsweise schmale Substrat- 
stege 12 mit dem Substratbereich . verbunden, in dem der 
IC-Baustein angeordnet ist. 

25 

Die Fig. 5 zeigt die einzelneii EJLemente der Ausweiskarte 
vor dem Laminieren der Schichten. Die obere peckfolie 14 
hat etwa die Dicke des Substrats 10 einschliefllich der 
Kontaktflachen 9 und ist mit zwei Aussparungen 17, 18 

30 versehen. Die Aussparungen sind so dimensioniert, daB sie 
jeweils eine Gruppe bestehend aus vier Kontaktflachen 
aufnehmen konnen. Die mittlere Kartenschicht • pder Kern- 
schicht 13 hat eine Aussparung 16 (siehe dazu auch Fig. 
4), die geringfugig groBer ist als der IC-Baustein. Die 

35 untere Deckfolie 15 schlieBt die Ausweiskarte ruckseitig 
ab. Wenn, wie in diesem Ausf uhrungsbeispiel gezeigt, das 
Substrat 10' aus einem Material besteht (beispielsweise 
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der Linie 10-10 aus Fig. 8, 

detaillierte Darstellung eines Tra- 
gerelements zum Einbau in eine Aus- 
weiskarte gemaB Fig. 3, 



12 die Ausweiskarte gemaB der Fig. 3 im 

Schnitt vor dem Zusanioenfugen der 
einzelnen Schichten, 

die fertige Ausweiskarte im Sclmitt 
entlang der Linie 13-13 aus Fig. 12. 



Die Fig. 1. 2 und 3 zeigen Ausweiskarten mit einem auf 
15 eihem Substrat angeordneten integrierten Schaltkreis, 

wobei jeweils ai6 Lage des IC-Bausteins und der Kontakt- 
flacben sowie die Ausbildung der Aussparungen in der obe- 
ren Deckfolie der Karte variieren. Im unteren Bereich der 
Karte sind beispielsweise der Name des Karteninbabers und 
20 eine Kartennummer aufgedruckt. Der iibersichtlichkeit we- 
gen wurde auf die Darstellung weiterer Zeichen und Druck- 
bilder, wie sie bei derartigen Karten iibiich sind, ver- 
zicbtet. Auf die Einzelbeiten der in den Fig. 1. 2 und 3 
gezeigten Ausweiskarten soil nachfolgend im Zusammenhang 
25 mit der Beschrcibung der einzelnen AusfUhrungsformen de- 
tarlliert eingegangen werden. 

Die Fig. 4, 5, 6 und 7 zeigen eine erste Ausfuhrungsform 
der Erf indung vor und nach dem Zusammenpressen der ein- 

30 zelnen Kartenschichten. Die fertige Ausweiskarte ent- 

spricht der in Fig. 1 gezeigten Karte. Zunachst sei der 
Aufbau des TrSgerelements 2 erlautert. das in der Fig. 4 
in der Aufsicht und in der Fig. 5 im Schnitt dargestellt 
ist. Das Tragereleroent 2 besteht aus dem IC-Baustein 3, 

35 den Leiterbahnen A. den Kontaktf ikchen 9 und dem Substrat 
10. Der IC-Baustein 3 ist in einer Aussparung 11 des 
Substrats 10 mit den in die Aussparung hineinragenden 
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gerelements oder auch durch unterschiedliche Befesti- 
gungsteclmiken des Tragerelements in der Karte gekenn- 
zeiclinet . 

5 Nachfolgend werden die Ausf uhrungsf ormen sowie weitere 
Vorteile und Weiterbildungen der Erfinduhg anhand der 
beiliegenden Zeichnungen nSher erlautert. 



Es zeigen: 

Fig. 1, 2, 3 Ausweiskarten mit eingelagertem IC- 

baustein in drei verscbiedenen Aus- 
fiihrungsformen, 

is Fig. 4 clie Ausweiskarte gemafl der Fig. 1 mit 

detaillierter Darstelluhg des Trager- 
elements , 



pig^ 5 die AusWeiskarte gemaB der Fig. 4 im 

Schnitt vor dem Zusammenfugen der 
einzelnen Schicbten, 

Pig^ 5 die fertige Ausweiskarte im Scbnitt 

entlang der Liriie 6-6 aus der Fig. 4, 

Yig, 7 die fertige Ausweiskarte im Scbnitt 

entlang der Linie 7-7 aus der Fig. 4, 

pig^ 8 detaillierte Darstellung eines Tra- 

gerelements zum Einbau in eine Aus- 
weiskarte gemafl Fig. 2, 



Pig^ 9 die Ausweiskarte gemafl der Fig. 2 im 

Schnitt vor dem Zusammenfugen der 
35 einzelnen Schicbten, 

pig^ 10 die fertige Karte im Schnitt entlang 
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strat, montiert. Der Schaltkreis ist in einer Aussparung 
des Substrats mit in die Aussparung hineinragenden Lei- 
terbahnen verbunden. Die Leiterbahnen enden auf dem Sub- 
strat in Kontaktflachen, wobei Leiterbahnen und Kontakt- 
5 flacben aus einer diinnen, elektrisch leitenden Beschich- 
tung des Substrats hergestellt sind. Die KontaktflSchen 
sind beispielsweise zusammengefaBt in zwei Gruppen beid- 
seitig des Schaltkreises auf dem Substrat angeordnet. Die 
Ausweiskarte bestebt aus drei Schicbten. Die mittlere 
10 Schicht Oder Kernschicht ist mit einer dem Schaltkreis 

angepafiten Aussparung verseben. Die obere Deckscbicbt hat 
zwei Aussparungen, die kongruent zu den AbmaBen der Kon- 
taktgruppen gestanzt sind. Wahrend des Zusammenpressens 
bzw. Kaschierens der Kartenschichten wird das flexible 
15 substrat im wesentlichen bedingt durch die Aussparungen 
in den einzelnen Schichten der Karte derart verformt, daB 
bei der fertigen Karte der Baustein gescbiitzt in der Mit- 
te liegt, wahrend die Kontaktflachen bundig mit der Ober- 
fiache der Karte abschlieflen. Der sehr einfacbe Karten- 
20 aufbau, verbunden mit der Verwendung eines ebenfalls ein- 
facben und kbstengunstig berstellbaren Tragerelements 
bestehend aus dem Substrat, dem IC-Baustein, den Leiter- 
bahnen und Kontaktflachen erlaubt die wirtschaftliche 
Herstellung einer Ausweiskarte mit IC-Baustein gerade 
25 aucb in groBen Serien. Der. wie oben ausgefuhrt, bei den 
bekannten Ausweiskarten notwendige Materialaufwand und 
vor allem auch der uber die Ubliche Kartenherstellung zum 
Teil weit hinausgehende Arbeitsauf wand erubrigt sich bei 
der erfindungsgemSBen Karte. Auflerdem ist dafUr gesorgt, 
30 daB die Kontaktflachen uber Leiterbahnen direkt mit dem 
Schaltkreis verbunden sind, womit Gefahrenquellen fur 
Storungen, bedingt durch zusStzliche Kontakt- bzw. Ver- 
bindungsstellen, vermieden werden. 

35 Weitere vorteilhafte Ausf uhrungsf ormen der Erfindung sind 
durch unterschiedliche Gestaltung der Aussparungen der 
oberen Deckfolie bezogen auf die Kontaktbereiche des TrS- 
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stelle zwischen den eigentlichen Kontaktf lachen des Tra- 
gersubstrats und den an der fertigen Karte zuganglichen 
Kontaktflachen nicht umgehen, womit grundsatzlich eine 
zusatzliclie Gef ahrenquelle fur Storungen geschaffen 
wird. 

Diese zusatzliche Ubergangsstelle kann vermieden warden, 
wenn, wie in der DE-OS 31 23 198 beschrieben, das Trager- 
element verbiegbare, frei uber den Rand des Tragers hin- 
ausragende Kontaktf aihnen aufweist, die beim Zusammenbau 
der Karte durch Schlitze der Deckfolie gefuhrt und umge- 
klappt werden. Beim Laminieren der Kartenschicbten unter 
Warine und Druck werden die Kontaktf ahnen in die Deckfolie 
eingepreBt und schlieBen bei der fertigen Karte bundig 
mit der Kartenoberf lache ab. Bei diesem Verfahren ist 
darauf zu achtten,. dafl die vergleichsweise dunnen Kontakt- 
fahnen nicht :knicken, wenn sie durch Schlitze der Deckfo- 
lie gefuhrt werden. Das vorgeschlagene Verfahren eignet 
sich daher weniger fur die Herstellung von Ausweiskarten 
mit integriertem. Schaltkreis in groBen Serien. 

Die Aufgabe der Erf indung besteht nun darin, eine Aus- 
weiskarte mit IC-Baustein vorzuschlagen, bei der die Kon- 
taktflachen an der Kartenoberf 15che liegen^ wahrend der 
Baustein selbst etwa in der Kartenmitte lagert. Die Aus- 
weiskarte soil im Gegensatz zu bekannten Karten einfach 
und damit kostengiinstig herstellbar sein, damit sie auch 
in groBen Serien. wirtschaftlich gefertigt werden kann. 
Dariiberhinaus sollten Gef ahrenquellen, die den Betrieb 
des IC-Bausteins storen konnten, soweit wie moglich ver- 
mieden werden. 

Die Aufgabe wird erf indung sgemaB durch die im Hauptan- 
spruch angegebenen Merkmale gelost. 

In einer vorteilhaf ten Ausfuhrungsform der Erf indung ist 
der IC-Baustein auf einer flexiblen Tragerfolie, dem Sub- 
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In der DE-OS 26 59 573 ist der IC-Baustein gemeinsam mit 
den Leiterbahnen und den Kontalctflachen auf einem fla- 
chen, nicht flexiblen Substrat angeordnet. Zum Einbau des 
Substrats in eine Ausweiskarte wird der ICBaustein in 
einer Aussparung der Karte positioniert und die Rander 
des fiacben Substrats mit der Karte verbunden. Da die 
Kontaktflachen mit dem Schaltkreis auf dem gleicben Sub- 
strat angeordnet sind, liegen sie in der Ausweiskarte in 
der Ebene des Schaltkreises. also etwa in der Mitte der 
Karte. Der Zugang zu den Kontakt fiacben ist daber nur 
uber Vertiefungen in der Karte oberf lacblicb moglich. Da 
sicb in diesen Vertiefungen bevorzugt Scbmutz ansammelt, 
werden sie, wie in der DE-OS 26 59 573 vorgeschlagen, mit 
einem leitenden Material gefullt, das dann mit der Kar- 
tenoberflache abscblieOt. 

Die mit dem Auffiillen der Kartenaussparungen vorgenommene 
ErhSbung der Kontakt fiacben kann aucb von der Kartenher- 
stellung getrennt bereits bei der Herstellung des Trager- 
substrats fur den Scbaltkreis vorgenommen werden. 

Dazu sei die DE-OS 30 29 667 genannt, in der die Kontakt- 
flffchen des Tragersubstrats bzw. Tragerelements vor dem 
Einbau in eine Karte mit elektrisch leitenden H5ckern 
verseben werden. Bei der Fertigstellung der Karte wird 
das Tragerelement in ein Fenster dieser Karte eingesetzt 
und mit einer Deckfolie laminiert, die im Bereicb der 
Hocker Aussparungen aufweist. Die Kobe der leitenden 
Hocker entspricht der Dicke der Deckfolie. so daB die 
Kontaktflacben bei der fertigen Karte bUndig mit der Kar- 
tenoberflacbe abschlieQen. 

Den genannten LSsungen ist gemeinsam, dafl das Anordnen 
der Kontaktflacben an die Kartenoberflacbe zusStzlicbe 
Arbeitsgange und zusatzlichen Mater ialauf wand erfordert. 
AuBerdem ISBt sicb bei den bekannten Losungen durcb die 
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beanspruchen • 

Die Fig. 8 zeigt ein Tragerelement 30 in Aufsicht, bei 
dem der IC-Baustein 3 und die Kontaktbereiche 31 raumlich 

5 getrennt sind. Der IC-Baustein ist in einer Aussparung 32 
des Substrats 33 angeordnet und wird durch freitragende 
Leiterbahnen 4 in dieser Aussparung gehalten. Die Leiter- 
bahnen verbinden den IC-Baustein 3 mit den Kontaktf lachen 
31. Die Anzahl und die Anordnung der Kontaktflachen rich- 

10 tet sich nach dem verwendeten IC-Baustein und kann an die 
jeweiligen Bediirfnisse angepaBt werden. In Fig» 8 ist 
beisplelhaft eine Ausfuhrung mit 8 Kontaktbereichen dar- 
gestellt. Uber das Substrat 33 verteilt sind in Fig. 8 
mehrere kleine Locher 35, 38 erkennbar, die zur Veranke- 

15 rung des Substrats zwischen den einzelnen Kartenfolien 
dienen. 

Fig. 9 zeigt das beschriebene Tragerelement 30 sowie die 
drei Kartenschichten vor dem Zusammenbau in einer 

20 Schnittdarstellung entlang der Linie 10-10 der Fig. 8. 

Die Kernfolie 13 weist im Bereich des IC-Bausteins 3 eine 
Aussparung 16. auf, deren UmriB nahezu dieselbe GroBe hat 
wie die Aussparung 32 des Substrats. Die obere Deckfolie 
besitzt eine Aussparung 17 im Bereich der Kontaktflachen, 

25 wobei diese Aussparung kleiner ist als die die Kontakt- 
flache 31 tragendei Substrat flache. Durch; das Zusammen- 
pressen untet Einwirkung von Warme. wird das Tragerelement 
30, wie in der Fig. 10 dargestellt , derart verformt, daB 
die Kontaktflachen tragende Substratflache relativ zum 

30 IC-Baustein in Richtung zur Oberflache der Karte hin ver- 
setzt ist, so daB der IC-Baustein 3 geschiitzt durch die 
beiden Kartendeckfolien 14, 15 in der Mitte der Karte 
. liegt, wahrend die Kontaktflachen 31 biindig mit der Kar- 
tenoberflache abschlieBen. Es hat sich uberraschenderwei- 

35 se gezeigt, daB die Kernfolie 13 einerseits die Randbe- 
reiche des Substrats einbettet und andererseits die Kon- 
taktbereiche durch die Aussparung -17 zur auBeren Oberfla- 
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che des Schichtaufbaues hochdruckt. 

Da das Substrat i» Bereich der Kontaktfl.che einen gegen- 
U^er der Aussparung 17 in der oberen DeclcfoUe 14 gro.en 
0„riB aufweist, sind die Randbereiche des Substrats zwx- 
scben oberer Deckfolie 14 und Kernschicht 13 veran^ert 

. e >.^»r^^^<^ die keine Kontaktf lachen auf- 
In Bereichen des Substrats, die Keine 

weisen, beispielsweise der in Fig. IQ ge.exgte Ixnke 
Teil. ist das substrat ohnehin zwischen Kern- und oberer 
Deckfolie eingebettet. 

. • 4. A^y fertiqen Karte in die Ausspa- 
Der IC-Baustein ist in der fertxgen ^ -..^ 

rung 16 der Kernfolie 13 nach unten verschoben. Dxe fur 
liese Lage.nderung benStigte Debnung der Leiterbabnen 4 
. wird durch die im Bereich der Aussparung 32 vorgesebene 
iiber Eck-Fubrung abgefangen. 

^ch.r 35 th.r.opl«tisc»es Material "^^^^^^^ 
aer oberen DecKfolie 14 eingef lo5s,n rst »n4 »=h v.rb»n 
L hat. Durch aiese inni,e Verblndun, wira aas aa.wr- 
sche„Ue,.na, Tr.9er.l..e„t te« in ae„ ^'""'"^"^"^^^^^^ 
veran..rt. Durch aa. Lech 38 i« Bereich ■'""f^^;*^ 
flieBt .u£,runa aer Drnckein-irXung ebentalla «»'-"»^ 
ae Kerns^icht 13. bis e. b»nai. Bit aer Konta.tober^la- 
che ab.chli.et. Da aie Aussparung 39 a.r „etallr3Chen 
KontaktflSche grSBer als das Loch 38 im ^"''f 
biiaet .ich ein i« Schnitt T-fBrmiger P£rop£e„. aer 
substrat in Ko„ta«£iachenbereich zusStzlich .xt aer 
, K.rn£oUe verbindet. Diese Aus£«hru„, let besonders vor- 
teilha£t, wenn aer Kontaktbereich groMlSchrg ist. 

Die Fig. II zeigt .in £Urf''"' "^^sWungsfor. be.or.ugt 
geelgnetes TrSgerelement 40. E, gleicht de. 1" * 
aus£ahrllch beschrlebenen Tr5gerele»ent in vielen PunK 
ten. so ist beispielsweise der IC-Baustein 3 in erner 
Aussparung U des Substrats 10 angeordnet und Uber Lei- 
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terbahnen 4 mit den Kontaktf lachen 42 verbunden. Einziger 
Unterschied ist, dafi die metallischen KontaktflSchen 42 
nicht vollstSndig von dem Substrat 10 unterlegt sind. Die 
. gestrichelten Linien 41 deuten die im Substrat vorgese- 
5 henen Aussparungen unter den jeweiligen Kontaktf lachen 
an. 

Fig. 12 zeigt das Tragerelement 40 in Schnittdarstellung 
entlang der in Fig. 11 eingezeichneten Linie 13-13 vor 

10 dem Einbau in die Karte zuscunmen mit den drei Kartenfo- 
lien. Kernfolie 13 und obere Deckfolie 14 weisen die be- 
reits bekannten Aussparungen zur Aufnahme des IC-Bau- 
steins bzw. der KontaktflSchen auf. Fur die beschriebene 
Ausfuhrungsform ist as zweckmaBig, das Tragerelement 40 

15 vor dem Einbau in die Karte mit einer Kleberschicht 19 zu 
unterlegen. Die Eigenschaf ten dieser Kleberscbicht vmrden 
bereits weiter oben ausfuhrlich bescfirieben. 

Nach dem Erweichen der Kernschicht 13 wird das Substrat 
20 10 im Bereich des IC-Bausteins 3 zur Kartenmitte bin ver- 
fprmt, wahrend das tbermoplastische. Kartenmaterial in die 
Aussparungen 17, 18 der oberen Deckfolie ausweicht. Dabei 
werden die metallischen Kontaktflachen 42 durch das Kern- 
material zur Oberflacbe bin verformt. 

25 

Die. mit der Verformung verbundene Dehnung wird von den 
als diinne Metallschichten ausgebildeten Kontaktflachen 42 
ausgeglichen. Falls die Kontaktflachen die Dehnung nicht 
ausgleichen konnen, beispielsweise bei Verwendung einer 

30 relativ dicken Deckfolie, muB dafiir gesorgt werden, daB 

die Langendehnung auf andere Weise kompensiert wird. Bei- 
spielsweise kann man die Verbindung der metallischen Kon- 
taktflachen 42 mit dem Substrat 10 im Randbereich des 
. Tragerelements so ausfiihren, daB sich diese bei Zugbean- 

35 spruchung lost, wodurch die metallischen Kontaktflachen 
an einer oder mehreren Seiten frei bewegbar sind. 
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Elne w.it.r. Ausfilhrungstorm besteht dorin. das Substr.t 

„„. so ...nen beispielsweise ale -"-""^-"^'J*^:^: 
Pig. 11 d,rge.Wllten TrS9.rele.ent. 40 n«r ^ de^^uee 
ren b«. de. IC-Bau.tein zugewandten Mngsseiten ..t 

Str.i.«. au. Sub,«..««rlal -"r-,t =e.. «. 
d« ,1.1=1.. Srgebnius .a er.ielen. wie be. der oban be 
scTuriebenen Form. 

^ ^«fsile in denen das Aufbringen des Schmelz- 
lubrrlr bl L^ise «„»r ««r.e.in«lr.u., 

" 7. 'rrwanscb. Oder on.a,Uc. ist. 
cb..l..l.^." -""'''^ "tirw!! Jen 

Kl.b.r. .it d«t sobstrat verbunden w«den. Dieses Fol.en 
« ::i.l i.t .0 gew^lt. d.« es b.i. -"^^J-J- ^ 
.„o.- und W«.ee.„„U.»., ^ -r-^--' 
Innige Verbindung eingeht. Vorzagsweis. ^.„k^„,f_ 
^.rUl g."Hhlt. das auch fUr den restUch«. S*-^'™' 
^nir-endet „.rde. beisplelsweise PVC. Eln Vorterl d>.- 
ser «t von V.rbind»ng ..isch«. S^strat und Karten 
schi=bt.n 1st, da« m Bereicben de. «»9."l-ent . d e 
^ei. ^.inieren ver«or.t werden soUen. dnrcb 
*„£tra,ung des Pollen.aterlals die Verfcr.ung des Trager 
elements .Irlcungsvoll anterstutzt «erden kann. 
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